
汉高工业电子材料

Henkel TCS
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装配粘合剂 液态粘合剂 导热界面材料芯片粘结粘合剂 焊锡材料环氧塑封料 油墨与涂料

汉高解决方案

市
场
需
求 高可靠性

可持续发展

客户制造效率

最小化

低压注塑成型

表面贴装粘合剂

包封

(Glob Top)

CSP 底部填充

(边角绑定)

热管理材料

组装膜粘合剂

灌封化合物
共形覆膜

焊锡材料

包封

(围坝& 填充)

衬垫

密封胶

导电膏

绝缘固晶胶

印刷油墨

电子组装材料
应用于电路板装配
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七大产品线

装配粘合剂 液体粘合剂 导热界面材料芯片粘结粘合剂 焊锡材料环氧塑封料 油墨与涂料

·芯片粘结膏

·芯片粘结薄
膜

·芯片切割粘
结薄膜

·导电芯片粘
结薄膜

·WBC

·环氧塑封料

·粉

·底部填充
·密封剂
·CBP

·包封
·光固化粘合剂
·LPM

（Technomelt

）
·NCP

·导电油墨

·绝缘油墨

·可调节电阻
油墨

·屏蔽涂料

·焊锡膏

·助焊剂

·焊锡线

·焊锡棒

·导热装配薄
膜

·导热（界
面）材料

·导热粘合剂

缩写：

ABP = 装配工作台产品
NCP = 非导电膏

CBP = 电路板保护
LPM = 低压注塑成型
SMA = 表面贴装粘合剂

ECA = 导电粘合剂
NCA = 非导电粘合剂
WBC = 晶元背板涂料
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• 汉高电子组装材料方案综述

• 底部填充

• 元器件包封胶

• COB包封胶

• 灌封胶

• 低压注塑

• 共形覆膜

• 导热界面材料

内容
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汉高底部填充胶方案
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为什么要进行底部填充？

I. 热应力

II. 机械应力 (弯曲, 翘
曲)

III. 跌落冲击, 振
动

高温下

低温下

低CTE

高CTE

压力循环

焊锡连接断裂
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毛细流动型底部填充

▪ 底部填充 ---- 环氧粘合剂，毛细流动底部填充流程

陶瓷
载体
（插入式）

倒装芯片
底部填充
树脂

IC 芯片
CSP 底部填充
树脂

PWB (母版：FR-4)

点胶 毛细流动

加热固化 固化后
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毛细流动型底部填充

▪ 底部填充 ---- 环氧粘合剂，部分底部填充
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边角绑定 ---- Corner Bond

▪ 底部填充 ---- 环氧粘合剂，角边绑定底部填充

安装芯片 焊锡&固化

回流

•印刷焊锡膏

•点胶
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边缘绑定 ---- Edge bond 

▪ 底部填充 ---- 环氧粘合剂，边缘绑定底部填充
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Underfill 产品
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汉高元器件包封解决方案

电容器

包封

电路板

芯片包封产品是一种有着精确的流动控制、通过加热或紫外线固化的液
体（环氧、丙烯酸酯或硅）基础材料。固化后，材料可以覆盖芯片并
提供：

• 防潮保护
• 机械保护，避免芯片在装配中受到损伤
• 在二次回流焊锡流程中提供焊锡材料溅出或溢出保护，避免电气故

障
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◼ 较好的机械性能和长期可靠性

▪ 多种基材上有强大的粘结力

▪ 更优秀的跌落测试性能

◼ 简易的工艺性

▪ 优秀的喷射点胶性能

▪ 精确的流变控制，满足特定的流动
需求

▪ 可使用紫外线检测

◼ 双重固化

▪ 需要双重固化或阴影固化

▪ 更快的二级固化机制

汉高元器件包封的好处

◼ 抗高温高湿

▪ 85C/85RH环境下有高SIR

▪ 可以承受严酷的环境

▪ 可以承受无铅回流

◼ 易返修（制造业的高需求）

▪ 制造业的高需求

◼ 环境兼容

▪ 单个元素<900ppm ，总体
<1500ppm

▪ ROHS 
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汉高COB包封解决方案

▪ 包封材料 ---- 板上的芯片水滴型
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汉高COB包封解决方案（续）
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汉高COB包封解决方案（续）

▪ 包封材料 ---- 板上芯片---围坝与填充
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汉高COB包封解决方案（续）
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汉高灌封解决方案
定义

▪ 一种将组装件完全埋在外壳的中的树脂材料之内的工艺。

电气设备

外壳

液体树脂

• 放置在塑料或金属外壳
内的电气设备

• 导入液体树脂并固

化。
• 不移除外壳，外壳会变

成装配的组成部分。
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汉高灌封解决方案
目的

外部环境

机械强化 电绝缘

保护

•氧
•水分

•冷&热

•灰尘

•化学品

•提高机械强度

•提高装配件承受冲击

与振动的能力
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汉高灌封解决方案
分类

UR

聚氨酯

SR

硅树脂

ER

环氧树脂

灌封材料
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汉高灌封解决方案
性能对比

机械强度

柔
性

低

高

高

硅树脂(SR)

•最高250℃

•最高的柔性

环氧树脂(ER)

•通常低于180℃
•最优秀的机械强度

聚氨酯(UR)

•低于125℃
•通常其强度与柔性在环氧树脂与硅树脂

之间

250 ℃

200 ℃

150℃

100℃

工作温度

聚氨酯

硅树脂

环氧树脂
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选择标准与应用
通用属性对比

属性 环氧树脂 聚氨酯 硅树脂

使用温度, °C <200 <125 <250

热冲击 良好 更佳 优秀

放热 多种，可能会很高 低(<50°C) 无

流程与储存中对水分的敏

感度

不太敏感 非常敏感 取决于固化机制，可能会

敏感

电气属性 优秀 优秀 优秀

强度 最佳 优秀 低

延长率 <100% >100% >100%

Tg, °C 0 to 160+ -65 to 80 -150 to 50

硬度 D >35 A <90 A <80
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双组份系统

单组分系统

汉高灌封解决方案
汉高灌封产品树

更多产品请参考的产品目录
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汉高灌封解决方案
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汉高灌封解决方案
服务的重要市场

▪ 汽车电子

▪ 消费品与工业电子

▪ 国防与航空航天电子

▪ 手持通讯与计算

▪ LED 照明

▪ 医疗电子

▪ ……
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汉高灌封解决方案

▪ 灌封包封
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低压注塑工艺

January 24, 2022Title and author of presentation
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低压注塑工艺

January 24, 2022Title and author of presentation

低压注塑
• 热熔聚酰胺材料，适用于电子元器件
• 具备低压和高速性能，适合于制造环境
中的敏感电子元器件

• 该工艺既适合传统材料的外观-适用性-功
能，也适用于独特设计

优点
• 完全防水密封
• 耐温、耐溶剂型材料
• 通过UL 94-V0
• 更高的UPH
• “绿色”工艺-不含VOC
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简介
- 什么是注塑成型？-

模具下半部分

模具上半部分

型腔 = 树脂用的空间

流道和浇口
= 熔融的树脂进入
型腔的通道

熔融的热塑性树脂
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传统灌封/封装工艺流程
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Technomelt低压注塑工艺流程
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比较：低压注塑和灌封

灌封

Technomelt 低压注塑

2C-灌封树脂

热熔胶

组装的PCB

电缆

外壳
PCB尺寸：30*60*25（宽*深*高）
灌封树脂的估计重量：60~90克/件
* 取决于树脂的密度，通常1.3~1.7

外壳：必要

PCB尺寸：30*60*25（宽*深*高）
热熔胶的估计重量：10~20克/件（密度=1）
* 取决于低压注塑部件的设计/结构

外壳：并非始终必要
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• 一种薄的，应用在PCBA上，在终端使用环境中提供保护的透明聚

合物涂料。

汉高共形覆膜解决方案
定义

什么是共形覆膜？

芯片 电容

PCB

跨距

solder joint
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汉高共形覆膜解决方案
功能

▪ 为什么我们需要共形覆膜?

•在潮湿的环境中很多超小跨

距的SMT设计无法正常的运行

或操作。

•在目前的电子设备中，可靠

性是至关重要的。
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汉高共形覆膜解决方案
功能

抑制电流泄露

可靠性 抑制电弧与电晕

机械支持

抑制腐蚀

可靠性--- 在特定的时间内在特定的环境下无故障运行
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汉高共形覆膜解决方案
应用区域

•商业航空电子

•工业系统

•移动电子产品

•医疗仪器

•消费品电子

•通信

•船舶电子

•汽车电子

•军用电子
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汉高共形覆膜解决方案
分类

AR

丙烯酸酯

PUR

聚氨酯

SR

硅树脂

ER

环氧树脂

XY

Paraxylylene

共形覆膜

Para-xylyene 材料不在讨论范围内
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汉高共形覆膜解决方案
主要涂层方法

涂刷 浸泡 喷涂

这些涂布方式有以下特点：

•流程简单

•低投入

但是它们有共同的缺点：

•较差的厚度一致性
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汉高共形覆膜解决方案
主要涂层方法

自动化选择性涂料

▪ 高产出

▪ 节省材料

▪ 没有/很少遮盖

▪ 厚度一致

▪ 多种涂料模式
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汉高共形覆膜解决方案
汉高共形覆膜产品线

Hysol

PC29M

丙烯酸酯

ECCOCOAT

PC355-1

Hysol 

PC18M

Hysol

PC28STD

ECCOCOAT

U7510-1

聚氨酯 硅树脂

Loctite

5293

Loctite

5296

聚氨酯
丙烯酸酯

ECCOCOAT

UV7993

Hysol

PC40-UM

Hysol 

3900

Hysol

PC62

共形覆膜

ECCOCOAT

SC3613

* 更多产品请参考我们的产品目录



41

导热界面材料
THERMAL INTERFACE MATERIAL
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公司介绍

42
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导热界面材料基础概念

43
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导热界面材料基础概念

44



45

导热界面材料基础概念

45
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汉高导热材料解决方案

46
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汉高导热材料解决方案
导热材料种类

47
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汉高导热材料解决方案
SIL PAD -导热绝缘垫片(薄)

48
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汉高导热材料解决方案
SIL PAD -导热绝缘垫片(薄)
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汉高导热材料解决方案
SIL PAD -导热绝缘垫片(薄)
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汉高导热材料解决方案
GAP PAD导热填缝垫片(厚)

51

标准提供
0.8~12W/m-k导热系数
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汉高导热材料解决方案
GAP PAD导热填缝垫片(厚)

52
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汉高导热材料解决方案
GAP PAD导热填缝垫片(厚)

53
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汉高导热材料解决方案
可固化的导热填缝垫材料GAP FILLER

54
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汉高导热材料解决方案
可固化的导热填缝垫材料GAP FILLER

55
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汉高导热材料解决方案
单组份预固化导热填缝垫材料LIQUI-FORM™

56

标准提供
1~6W/m-k导热系数
单组份结构
含硅与不含硅系列

设计考量
需要点胶设备进行操作

典型应用
用于热源与散热装置之间的填缝
装置/产品要求更低的装配压力
BGA, PGA, PPGA
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汉高导热材料解决方案
单组份预固化导热填缝垫材料LIQUI-FORM™

57
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汉高导热材料解决方案
相变材料PHASE CHANGE MATERIALS

58
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汉高导热材料解决方案
相变材料

59
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汉高导热材料解决方案
SILICONE GREASE 导热脂（膏）

60

◆ 标准产品
✓ 1.5 – 3.4 W/m-K 导热系数

◆ 典型应用
✓ 高性能CPU
✓ 高性能GPU

◆ 应用方式
✓ 点胶或者丝网

◆ 未来趋势
✓ 高性能
✓ 无溢出方案
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汉高导热材料解决方案
SILICONE GREASE-导热脂（膏）

61Silicone free:NSWC100 ,导热率1.4
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汉高导热材料解决方案

LIQUI BOND胶系列

62

BOND PLY系列

导热粘接类材料
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-BOND PLY系列

63
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-BOND PLY系列

64
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-BOND PLY系列

65
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-BOND PLY系列

66
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-BOND PLY系列-LMS-HD典型的应用案列

67

Baking Process

Curing condition :

>6 minutes under 

the 160DC
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-LIQUI系列

68
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-胶系列

69
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汉高导热材料解决方案
导热粘接材料-胶系列

70
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汉高导粘材料解决方案

71

导热粘接材料-新品2875
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总 结

汉高是全球电子胶粘剂市场的领导品牌

◼ 提供全系列的电子材料解决方案

◼ 产品大量应用于不同的电子市场并得到客户的

广泛认可

◼ 致力于持续开发具有竞争力的产品以满足客户

的需求



非常感谢！


